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사업 개요1

사업 목적

반도체 소재·부품/장비(소부장)·공정 분야의 산업경쟁력 강화를 위한 산업 밀착형 실무인력 양성 및

공급

반도체 소재·부품/장비·공정 분야 소단위 전공과정 운영

모집 및 사업내용

초급: 모든 학과 3학년 재학생 50명 모집

중급: 4학년 졸업예정자(25년 2월 졸업예정자) 100명 모집

중급과정 참여자격: 전자전기공학부, ICT로봇기계공학부, 화학공학전공 재학생

※ AI반도체융합학부는 2025학년도 1학기부터 참여 가능

중급 과정 이수자에게는 이수증 수여, 장학금* 지급(최대 150만원)

* 취업연계지원 장학금: 생활비 지원성 100만원 + 등록금 지원성(∼50만원, 차등지급)

※ 초급 과정 이수자는 차년도 중급 과정 신청 시 우선선발



최종 목표

반도체 소재⋅부품/장비(소부장)·공정 분야 산업경쟁력 강화를 위한

산업 밀착형 실무인력 양성 및 공급

세부 목표

산업체 수요 기반의 반도체 소부장/공정 산업 실무인력 교육과정 개발·운영

산업의료원(애로기술), 산업체 현장실습 운영 등 산학협력 체계 구축·운영

반도체 소부장/공정 실습/설계 교육을 위한 교육 인프라 구축·운영

2024년 목표

산업수요기반 반도체 소부장/공정 실무인력 전공트랙 교육과정 개발·운영

반도체 소부장 및 반도체 교육 인프라 구축, 산업체 애로기술 해결, 

산업체 현장실습 체계 구축·운영
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사업 목표2



도입기 안정기 성숙기

2024 2025 2026 2027 2028

학 생 참여학과 중심운영
참여학생 범위 확대

(비공학계열, 타 대학교 학생)
참여학생 수 증대

강 사
산업 현장 전문가를 포함하는 

전문교육인재 POOL 구축
산업 현장 전문가를 포함하는 

전문교육인재 POOL 확대
산업현장 전문가 POOL 
네트워크 시스템 구축

산 업 체
교육과정 공동개발 및 운영
산업의료원 참여, 취업연계

교육과정 공동개발 및 운영
산업의료원 참여, 취업연계

교육과정 공동개발 및 운영
산업의료원 참여, 취업연계

교육과정
안성 및 평택캠퍼스 내 

마이크로디그리 과정 개설 운영 
교육 환류 시스템을 이용한 

교육과정 개선 및 운영
기업 밀착형 교육과정 구성 및 

운영 

교육환경
실험실습장비 도입 및 운영

실험실습실 환경개선
반도체 실습 관련 S/W 확충

실험 실습 장비 확충
반도체 실습 장비 등 인프라 확충
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반도체 부트캠프 사업에 개설되는 직무 및 참여 학과

직무명
참여 학과명

교원 수
학과명(캠퍼스)

졸업예정 인원
(2025년 예정)

반도체 소재
반도체 

부품/장비
반도체 공정

전자공학전공(안성) 87명

27명

전기공학전공(안성) 56명

ICT로봇공학전공(안성) 73명

17명

기계공학전공(안성) 37명

화학공학전공(안성) 78명 12명

AI반도체융합전공(평택) ‘23년 개설(‘27년에 졸업) 5명

합 계 331명

전자공학전공

전기공학전공

ICT로봇공학전공

AI반도체융합전공

화학공학전공

기계공학전공
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교육과정5

연차 등급 형태

소단위 전공과정 명칭

비고
반도체 소재 반도체 부품/장비

반도체 

공정

1차년도

초급
교과형 전자기학(반도체 공정)

기초
몰입형 반도체입문(비이공계) / 반도체공학개론(이공계)

중급

교과형
배터리 공학

지역신재생에너지

융합반도

체공학

소단위 

전공과정

제어시스템

로봇시스템

반도체공

정공학

지능형 
자율이동체공학

몰입형

반도체및기기분석

공정이상진단및해석

반도체종

합

공정공학

플라즈마 
전원장치설계

첨단소재 디자인 및 

전산응용

반도체장비용 
UPS설계

반도체패키징

2024학년도 2학기 교육과정



교육이수자 관련 DB 구축 및 
<이수자 관리 통합 플랫폼>을 활용한 지속적 관리

이수자 소속 전공 이수 커리큘럼 내역 결과

A 한경국립대학교 전기공학전공
(중급) 반도체 장비 

엔지니어
수료

B 타교 학생 ㅇㅇ학과 … …

구 분 프로그램 내용

주기적 상담 관리 
시스템 구축

· 취업희망 요구조사 분석 시스템 구축 · E-Mail, SNS 등을 통한 주기적 상담관리 시스템 구축

· 상담 및 취업희망 요구 조사를 통해 교육생에 맞는 분야로 취업 연계 · 교육내역, 능력평가, 기초정보 등 DB의 지속적 관리

· 취업컨설팅 전문가를 초빙하여 취업상담(이력서, 자기소개서, 포트폴리오) 

이수자에 적합한 
진로지도 및 
취업지도

· 전문교육 이수교과와 관련된 협약기업 취업업체 선정 · 취업업체 선정 시 교육생 의사 반영(선 면접 및 기업탐방 기회 제공)

· 참여(취업)기업 근무에 관한 제반 교육 · 외부전문가를 투입하는 자격증 취득프로그램 운영

· 산업 및 주요기술 동향, 재직자와의 만남 등 취업약정자 대상 진로특강

취업자에 적합한 
추후 지도

· 취업생 잔존을 위한 프로그램 개발 운영 · 지속적인 현장 추수지도 실시 및 현장상담

· 경력관리체계(Career portfolio management system) 시스템 운영

- 현장에 관한 현장관리 통계자료 작성 - 기능사 ⇨ 산업기사 ⇨ 기사연계 자격증 업그레이드 지원 관리

교육프로그램 이수자 지속적 관리 프로그램

이수자 교육내역 DB화

취업관련 컨설팅 및 진로지도 참여 결과 DB화

참여기업 구인정보 DB화

취업 지원을 위한 기초정보 DB화

취업박람회 개최

반도체 인력양성 부트캠프 사업 설명회
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이수자 관리 
통합 플랫폼

산업체

학생

<이수자 관리 통합플랫폼 구축>
참여기업 현황 및 구인정보 DB, 학생 정보(교육과정 참여정보 및 취업 수요 등) DB, 지자체 일자리 정책부서의 채용 수요,
정부 지원 일자리사업 정보 제공과 관리를 위한 일모아시스템(www.ilmoa.go.lr) 등과 연계하여 반도체 분야 취업 지원

대학
(참여학과)

지자체

고용노동부
일모아 시스템
(www.ilmoa.go.kr)

연동

교육과정 요구 및 참여

전문가 
POOL 
구성

구인
정보

기업 
POOL 

구인정보

기업
관리

수요 맞춤형 
교육

취업 욕구

취업 욕구

기업탐방
취업

선면접
현장실습
인턴십

기업정보,
인프라공유

구인기업 – 구직자 상호 간 Win-Win
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구분 참여활동 참여방안

상호교류

교육과정 공동 개발 · 대학, 기업이 참여하는 수요 맞춤형 교육과정 개발

교육과정 공동 운영
 (산업의료원 등 협력)

· 산학 임직원이 교육과정 개발·운영·평가 등에 공동 참여 → 애로기술을 산학과제로 발굴, 공동 해소 지원

성과분석 및 공유
· 지·산·학이 참여하는 성과발표회 연 1회 개최
· 기업 인사담당자가 참여하는 자체평가위원회 → 만족도 조사결과 공유 및 차년도 사업 피드백

대학지원

인력양성 및 공급 · 산업수요에 따른 직무와 실무능력을 겸비한 인력 양성·공급

애로수요 해소 · 산업의료원 교과목 매칭을 통한 산업수요 애로 해소(교수, 연구원 등)

공동기술개발 · 산학 간 인프라(인력, 기술, 장비 등) 공유, 기술지도·자문을 통한 공동연구 지원

산업지원

기술정보 · 산업의 기술 및 구인정보를 대학에 공유 → 수요 맞춤형 프로그램 보급

강의 지원 · 첨단기술 및 취업마인드 제고 등 강의에 기업인사 참여 → 학생의 취업 마인드 제고

시설·장비 지원 · 기업 보유장비의 학생 활용기회 제공 →  취업 시 현장에 즉시 투입이 가능한 인재양성

취업·현장실습 지원 · 학생의 현장실습 기회 제공 → 취업에 대비한 현장 실무능력 배양

대학·기업·학생 간 공생체계 구축 구인·구직자 간 사전 미팅 및 기업탐방 WIn-Win 체계 구축

산업 및 학생 간 교집합(특강, 견학 및PBL 등) 확대 → 실무능력이 배양된 맞춤형 인력 양성 및 채용 연계

성과확산 발표회(채용박람회) 등 확대, 참여기업 간 공유체제 구축을 통해 기술 및 정보교류 장 마련

기업 인력수요와 학생 취업요구 분석 → 선면접 및 기업탐방 등을 통해 쌍방이 원하는 취업 매칭 → 장기근무 유도

반도체 인력양성 부트캠프 사업 설명회

참여기업 활동 계획7
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